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Descripcion general del sistema PowerEdge
C6420 de Dell EMC

El sled PowerEdge C6420 es compatible con hasta dos procesadores escalables Intel Xeon con 28 nucleos por procesador. El sled también
es compatible con los adaptadores de tarjeta intermedia dedicada, PCle y el proyecto de procesamiento abierto (OCP) para mayor

expansion y conectividad.

@l NOTA: El procesador escalable Intel Xeon con conector fabric también se conoce como Native Omnipath.
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Especificaciones técnicas

En esta se describen las especificaciones técnicas y ambientales del sistema.
Temas:

Dimensiones del sled PowerEdge C6420 dePowerEdge Dell | EMC.
Peso del chasis

Especificaciones del procesador

Sistemas operativos compatibles

Bateria del sistema

Especificaciones del bus de expansion

Especificaciones de la memoria

Especificaciones de unidades y almacenamiento

Especificaciones de video

Especificaciones ambientales

Dimensiones del sled PowerEdge C6420
dePowerEdge Dell|[ EMC.

< zZ———>

TOP VIEW X

A
[] SIDE VIEW vY

llustracién 1. Dimensiones del sled PowerEdge C6420
Tabla 1. Dimensiones del sled PowerEdge C6420
X S z
174.4 mm (6.86 pulgadas) 40.5 mm (1.59 pulgadas) 574.5 mm (22.61 pulgadas)
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Peso del chasis

Tabla 2. Peso del chasis del gabinete con sleds

Sistema Peso maximo (con todos los sleds y unidades)

Sistemas de unidades de disco durode 43,62 kg (96,16 Ib)
12 x 3,5 pulgadas

Sistemas sin backplane 34,56 kg (76,19 Ib)

Especificaciones del procesador

El sled PowerEdge C6420 de Dell|EMC es compatible con hasta dos procesadores escalables Intel Xeon en cada uno de los cuatro sleds
independientes. Cada procesador admite hasta 28 nlcleos.
@ NOTA: El procesador de la red Fabric debe instalarse en el socket del procesador 2 en una configuracion combinada de

procesadores que son y que no son de red Fabric.

Sistemas operativos compatibles

PowerEdge C6420 de Dell|EMC es compatible con los siguientes sistemas operativos:

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
Microsoft Windows Server con Hyper-V
Canonical Ubuntu LTS

VMware ESXi

Citrix XenServer

NOTA: Para obtener mas informacion sobre las adiciones y versiones especificas, consulte https://www.dell.com/

support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420

Bateria del sistema

El sled PowerEdge C6420 utiliza una bateria de tipo botdn de litio CR 2032 de 3 V reemplazable.
@l NOTA: Hay una bateria del sistema en cada uno de los sleds.

Especificaciones del bus de expansion

El sled PowerEdge C6420 de Dell|EMC es compatible con cuatro ranuras de PCle con capacidad para 3.2 generacion.

Tabla 3. Especificaciones del bus de expansion

Ranuras PCle Descripcién Factor de forma

Soporte vertical de PCle intermedio x8 Ranura 1: PCle de 3.9 generacion x8 desde  Factor de forma personalizado
el procesador 1

Ranura 2: PCle de 3.9 generacion x8 desde

el procesador 1 Factor de forma del proyecto de

Soporte vertical intermedio de OCP x8+x8 . ) .
P Ranura 3: PCle de 3.9 generacion x8 desde ~ Procesamiento abierto (OCP) estandar

el procesador 1

Soporte vertical de PCle x16 principal Ranura 4: procesador 1 de PCle de Factor de forma PCle de perfil bajo estandar
3.2 generacion x16

Soporte vertical de PCle x16 oculto Ranura 5: PCle de 3.2 generacion x16 desde  Factor de forma personalizado
el procesador 2 ()| NOTA: El soporte vertical SATA M.2

es compatible con el soporte
vertical oculto.
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Especificaciones de la memoria

Tabla 4. Especificaciones de la memoria

Médulo de Tipo de ] Procesador tnico Procesadores dobles
memoria médulo Rango de Capacidad de
) DIMM DIMM DIMM RAM minima | RAM méaxima | RAM minima | RAM méaxima
Zécalos
Rango 64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1024 GB
LRDIMM cuadruple
Banco octal 128 GB 128 GB 1024 GB 256 GB 2048 GB
Dieciséis de 288 Rango Gnico 8 GB 8GB 64 GB 16 GB 128 GB
patas
16 GB 16 GB 128 GB 32 GB 256 GB
RDIMM
Rango dual 32 GB 32 GB 256 GB 64 GB 512 GB
64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1024 GB

Especificaciones de unidades y almacenamiento

El sled Dell| EMC PowerEdge C6420 es compatible con unidades SAS y SATA y unidades de estado sélido (SSD).

Tabla 5. Opciones de unidades admitidas para el sled PowerEdge C6420

Nuamero maximo de unidades en el gabinete Namero maximo de unidades asignadas por sled
Sistemas de 12 unidades de 3.5 pulgadas Tres unidades SAS o SATA y SSD por sled
Sistemas de 24 unidades de 2.5 pulgadas Seis unidades SAS o SATA 'y SSD por sled
Sistemas de 24 unidades de 2.5 pulgadas con NVMe El plano posterior NVMe admite cualquiera de estas
configuraciones:
Dos unidades NVMe y cuatro unidades SAS o SATA y SSD por
sled

Seis unidades SAS o SATA y SSD por sled

Unidad M.2 SATA (opcional) La capacidad compatible de la tarjeta SATA M.2 es de hasta
240 GB
@ NOTA: La tarjeta M.2 SATA se puede instalar en la ranura

de la tarjeta vertical intermedia x8 (ranura 1) o la tarjeta
vertical x16 (ranura 5).

Tarjeta microSD (opcional) para inicio (hasta 64 GB) Una en cada tarjeta vertical PCle de cada sled

Tabla 6. Opciones de RAID admitidas con unidades M.2 SATA

Opciones Unica unidad M.2 SATA sin RAID Dos unidades M.2 SATA con RAID por
hardware

RAID por hardware No Si

Modo RAID N/A RAID 1

Numero de unidades admitidas 1 2

Procesadores admitidos Procesador 1 Procesador 1y procesador 2

Especificaciones de video

El sled PowerEdge C6420 de Dell|EMC es compatible con una tarjeta gréafica integrada Matrox G200 con RAM de 16 MB.
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Tabla 7. Opciones de resolucion de video compatibles

Solucién Tasa de actualizacién (Hz) Profundidad del color (bits)
1024 x 768 60 hasta 24
1280x800 60 hasta 24
1280 x 1024 60 hasta 24
1360x768 60 hasta 24
1440 x 900 60 hasta 24

Especificaciones ambientales

Las secciones a continuacion contienen informacion sobre las especificaciones ambientales del sistema.

®

NOTA: Para obtener informacion adicional acerca de las certificaciones medioambientales, consulte la Hoja de datos
medioambiental del producto ubicada con los manuales y documentos en Dell.com/poweredgemanuals.

Especificaciones de temperatura de funcionamiento
estandar

@ NOTA:

1. No disponible: indica que Dell EMC no ofrece la configuracion.
2. No admitido: indica que la configuracion no se admite a nivel térmico.

@ NOTA: Todos los componentes, incluidos los médulos DIMM, las tarjetas de comunicaciones, la unidad SATA M.2 y las
tarjetas PERC pueden ser compatibles con suficiente margen térmico, si la temperatura ambiente es igual o inferior a la
temperatura maxima de funcionamiento continuo que aparece en estas tablas, con la excepcion de la tarjeta Mellanox DP
LP.

Tabla 8. Especificaciones de temperatura de funcionamiento estandar

Temperatura de funcionamiento estandar Especificaciones

Intervalos de temperatura (para altitudes inferiores a 950 m 0 3117 De 10°C a 35°C (de 50°F a 95°F) sin que el equipo reciba la luz
pies) directa del sol.

@ NOTA: Algunas configuraciones requieren una temperatura ambiente inferior. Para obtener mas informacién, consulte
las siguientes tablas.

Tabla 9. Temperatura maxima de funcionamiento continuo para una configuracién de doble procesador que no es de red
fabric

Memor Chasis de . Chasis que
Modelo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
. Modelo de 20
Vatios del disipador de | Maxim
de TDP | procesa | 9'S'Pacorde | "5/ | Unida | Unida | Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unid | Unid
dor calor proces | des | des | ades | ades | ades| des [ ades |ades | ades N/A
ador 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
CPU: CPU:
FMM2M | 6|
8280 cruz | cruz | g | Mo | No [ Mo |20 2 |2 || 30
V2DRD 3 compa | comp | comp
205 W | tible | atiole | atible
CPU1: CPU1: (2°0) (qoec|mec| (19°
FMM2M | 6| ) ) C)
8280L CPUD- CPU2- 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
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Memor Chasis de . Chasis que
Modelo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
: Modelo de oot
Vatios del disipador de | Maxim
de TDP | procesa | “'SIP2IOC€ | 5/ | Unida | Unida [ Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unid | Unid
dor calor proces | des | des | ades | ades | ades| des [ ades | ades | ades N/A
ador 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
CPUT: CPUT:
FMM2M | 6|
8280M CPUD: CPUD: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6|
8270 CPUD: CPUD: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6|
8268 CPU2: CPU2: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU1: CPUL | No CO'\r‘;’pa Cc’:'rip
200W | 6254 FMM2M | 61 foompa ) e lative | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 30
CPU2: CPU2: | tible 4oc| (150
V2DRD 8 6°C
(6°C) ) )
CPU: CPUT:
JYKMM | 8]
8276 CPU2: CPUD: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU1:
JYKMM | 8]
8276 CPUD: CPUD: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPUT: CPUT:
JYKMM | 8]
8276M CPUD: CRUD: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPU: cPUL | No co,\rfpa Cg‘gp
1B5W | 8260 JYKMM | 81 Jcompal e |atble | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 35
CPU2: CPU2: | tible ¢goc| (1o
V2DRD 8 1noC
( ) ) )
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8|
8260L CPU2: CPU2: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8|
8260M CPU: CPU: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPU: CPUT:
JYKMM | 8]
8260C CPUD: CPUD: 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
V2DRD 8
CPU: CPUT:
JYKMM | 8| No
6252 CPUD: cpU2: | compa| 2 23 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
150 W V2DRD 8 tible
(14 °C
CPUT. CPUT. )
6248 IYKMM | 8| 21 23 30 | 30 30 30 | 30 | 35 35
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Memor Chasis de . Chasis que
Modelo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
: Modelo de o
Vatios del disipador de | Maxim
de TDP | procesa 'S'Pal orde| 4/ | Unida | Unida | Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unid | Unid
dor calor proces | des | des | ades | ades | ades| des [ ades | ades | ades N/A
ador 12x 8x 4x 249x | 20x | 16x 12x 8x 4x
CPU2: CPU2:
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
6240 CPU2: CPU2: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
6242 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6|
6244 cPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
FMM2M | 6 |
6240C cPU2: cPU2: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8 |
6230 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8 |
5220 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
5218 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
1256 W 5218B CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8]
8253 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8 |
6238T CPU2: cPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8 |
6230N CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6 |
15 W 5217 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
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Memor Chasis de . Chasis que
Modelo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
: Modelo de o
Vatios del disipador de | Maxim
de TDP | procesa | “'SIP2IOC€ | 5/ | Unida | Unida [ Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unid | Unid
dor calor proces | des | des | ades | ades | ades| des [ ades | ades | ades N/A
ador 12x 8x 4x 249x | 20x | 16x 12x 8x 4x
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6]
5218T CPU2: CPU2: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
FMM2M | 6 |
5218N cPUD: CPU2: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
105 W
CPU: CPU:
FMM2M | 6 |
5222 cPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
FMM2M | 6|
8256 cPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
100 W 4216 CPU2: CPU2: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8]
5215 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8]
5215M CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
5215L CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
4215 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
85 W V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8]
4214 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPUT: CPUT:
JYKMM | 8|
4214C CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8]
4210 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
4208 JYKMM | 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
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Memor Chasis de . Chasis que
Modelo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
; Modelo de i
Vatios del disipador de | Maxim
de TDP | procesa | “'SIP2IOV €€ | 5/ | Unida | Unida [ Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unid | Unid
dor calor proces | des | des | ades | ades | ades| des [ ades | ades | ades N/A
ador 12x 8x 4x 24x | 20x | 16x 12x 8x 4x
CPU2: CPU2:
V2DRD 8
CPU: CPU™
JYKMM | 8|
3204 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™
JYKMM | 8|
70W 4209T CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8

Tabla 10. Maxima temperatura de funcionamiento continuo para una configuracion de procesador Gnico que no es de red

Fabric
. Chasis que
Memor Chasis de :
Modelo M%ielo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no ;;de
Vatios de del disipado maxim
TDP | procesado | “" 'y 3/ _|Unida| Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unida | | .0 | Unida
r calor | PFo¢€S | des | ades | ades | ades | des | ades| des des 8x | des 4x N/A
ador 12x | 8x | 4x | 24x | 20x | 16x | 12x
gos0 | SPYE fcpute| 30 |30 |30 | 35| 35 | 35| 35 | 35 | 3 35
FMM2M '
8280L CPUT. CPUL: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
205 W 8280M CPU. CPUL: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8270 CPU1. CPUL: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8268 CPUT: CPUL: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
200 W 6254 CPUT: CPUL: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
6212U CPUT. CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276 CPUT. CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276L CPU. CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276M CPU1. CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
165 W
8260 CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260L CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260M CPUT. CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260C CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
12 Especificaciones técnicas




Chasis que

Memor Chasis de :
Modelo M%ielo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no ;;de
Vatios de del disipado maxim
TDP | procesado [ “" 4o 3/ _|Unida| Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unida | | .0 | Unida
r calor | PFo¢€S | des | ades | ades | ades | des | ades| des des 8x | des 4x N/A
ador 12x | 8x | 4x | 24x | 20x | 16x | 12x
6210U CPUT. CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
6252 CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
6248 CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
150 W 6240 CPU1. CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
6242 CPUT: CPU1L: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
6244 CPUT: CPUL: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
6240C CPUT. CPU1™: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
6230 CPUT. CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
5220 CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
5218 CPU1. CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
125W 5218B CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8253 CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM ’
6238T CPUT. CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
6230N CPUT. CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
115 W 5217 CPUT: CPUT: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
5218T CPU1. CPUL: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
5218N CPUT: CPUL: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
105 W
5222 CPUT: CPUL: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8256 CPUT. CPU1™: 6 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
100 W 4216 CPUT: CPUT: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
5215 CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
85 W
5215M CPU. CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
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. Chasis que
Memor Chasis de :
Modelo M%ielo ia 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no ;;de
Vatios de del disipado maxim
TDP | procesado [ “" 4o 3/ _|Unida| Unid | Unid | Unid | Unida | Unid | Unida | | .0 | Unida
r calor | PFo¢€S | des | ades | ades | ades | des | ades| des des 8x | des 4x N/A
ador 12x | 8x | 4x | 24x | 20x | 16x | 12x

5215L CPUT: CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

4215 CPUT: CPUT: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

4914 CPUT g 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 35
JYKMM '

4214C CPU1. CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

4210 CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

4208 CPUT: CPU1L: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM ’

3204 CPUT: CPU1: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

70W 4209T CPUT: CPUT: 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

Tabla 11. Restricciones de configuracién con tarjeta de doble puerto Mellanox Navi con conectividad activa (6ptica)

. . Chasis que
Chasis de 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
Vatios de
TDP 8x unidades | 4x unidades 24x 16x 8x unidades | 4x unidades
12 HDD de disco de disco | unidades de | unidades de | de disco de disco N/A
duro duro disco duro | disco duro duro duro
205 W No No No No No No No 3
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible
200 W No No No No No No No 3
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible
No No No No No
175 W compatible compatible compatible compatible compatible 24 24 28
No No No
185 W compatible compatible compatible 24 25 25 26 29
No No No
Teow compatible compatible compatible 24 25 26 26 30
No No No
O W compatible compatible compatible 26 27 28 28 31
No
140 W ) 23 25 28 29 29 30 33
compatible
No
135 W ) 24 25 29 30 30 31 33
compatible
No
130 W ) 24 26 30 31 31 31 34
compatible
125 W 20 25 27 30 31 32 32 35
M5 W 21 27 28 32 33 34 34 >35
M3 W 21 27 28 32 33 34 34 >35
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Chasis de 3,5 pulgadas

Chasis de 2.5 pulgadas

Chasis que
no es de BP

Vatios de
TDP 8x unidades | 4x unidades 24x 16x 8x unidades | 4x unidades
12 HDD de disco de disco | unidades de | unidades de | de disco de disco N/A
duro duro disco duro | disco duro duro duro
105 W 22 28 30 34 35 >35 >35 >35
85 W 23 32 33 >35 >35 >35 >35 >35
0W 25 34 >35 >35 >35 >35 >35 >35
Tabla 12. Restricciones de configuracion con Intel Rush Creek
. . Chasis que
Chasis de 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
Vatios de
TDP 12 HDD 8x unidades | 4x unidades 24x 16x 8x unidades | 4x unidades N/A
de disco de disco unidades de | unidades de de disco de disco
duro duro disco duro | disco duro duro duro
206 W No No No No No 20 20 23
compatible compatible compatible compatible compatible
200 W No No No No No 21 21 24
compatible compatible compatible compatible compatible
173 W No No No 20 20 23 24 28
compatible compatible compatible
165 W No No No 22 22 24 25 29
compatible compatible compatible
160 W No No No 22 22 24 26 29
compatible compatible compatible
150 W No No No 24 24 26 27 30
compatible compatible compatible
140 W No No No 26 26 27 28 31
compatible compatible compatible
135 W No No 20 26 26 28 29 32
compatible compatible
130 W No No 20 27 27 29 29 33
compatible compatible
125 W No No 21 28 28 30 30 33
compatible compatible
1M5W No 21 23 29 31 31 32 34
compatible
105 W 20 23 24 30 33 33 34 >35
85 W 24 26 27 34 >35 >35 >35 >35
0W 25 28 29 >35 >35 >35 >35 >35
Tabla 13. Restricciones de configuracion con SSD NVMe Intel AIC P4800X
. . Chasis que
Chasis de 3,5 pulgadas Chasis de 2.5 pulgadas no es de BP
Vatios de
TDP 12 HDD 8x unidades | 4x unidades 24x 16x 8x unidades | 4x unidades N/A
de disco de disco | unidades de | unidades de | de disco de disco
duro duro disco duro | disco duro duro duro
205 W No No No No No No No No
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible

Especificaciones técnicas
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Chasis de 3,5 pulgadas

Chasis de 2.5 pulgadas

Chasis que
no es de BP

Vatios de
TDP 12 HDD 8x unidades | 4x unidades 24x 16x 8x unidades | 4x unidades N/A
de disco de disco | unidades de | unidades de | de disco de disco
duro duro disco duro | disco duro duro duro

200 W No No No No No No No No
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible

173 W No No No No No No No 20
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible

165 W No No No No No No No 20
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible

160 W No No No No No No No 25
compatible compatible compatible compatible compatible compatible compatible

150 W No No No No 20 20 20 25
compatible compatible compatible compatible

140 W No No No 20 20 20 20 25
compatible compatible compatible

135 W No No No 20 20 20 20 25
compatible compatible compatible

130 W No No No 20 20 20 20 25
compatible compatible compatible

125 W No No No 20 25 25 25 30
compatible compatible compatible

M5 W No No No 25 25 25 25 30
compatible compatible compatible

105 W No No No 25 25 25 25 30
compatible compatible compatible

85 W No No No 30 30 30 30 >35
compatible compatible compatible

70W No No No >35 >35 >35 >35 >35
compatible compatible compatible

Especificaciones de la temperatura de funcionamiento
ampliada

Tabla 14. Temperatura de funcionamiento ampliada

Temperatura de funcionamiento ampliada

Especificaciones

Funcionamiento continuado

< 1% de las horas de funcionamiento anuales

16
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5 9C-40 °C con una humedad relativa de 5 % a 85 % y un punto

de condensacion de 29 ©C.

()| NOTA: Fuera de la temperatura de funcionamiento
estandar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar
de manera continua a temperaturas de hasta 5 °Cy
alcanzar los 40 °C.

Para temperaturas comprendidas entre 35°C y 40 ©C, se reduce la
temperatura méxima permitida 1 °C cada 175 m por encima de
950 m (1 °F cada 319 pies).

-5°C-45°C con una humedad relativa de 5 % a 90% y un punto de

condensacion de 29 ©C.

@ NOTA: Fuera de la temperatura de funcionamiento
estandar (de 10 °C a 35 °C), el sistema puede funcionar




Temperatura de funcionamiento ampliada

Especificaciones

a temperaturas de hasta -5 °C y alcanzar los 45°C
durante un maximo del 1 % de las horas de
funcionamiento anuales.

Para temperaturas comprendidas entre 40 °C y 45 ©C. se reduce
la temperatura méxima permitida 1 °C cada 125 m por encima de
950 m (1 °F cada 228 pies).

®| NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperatura ampliada, el sistema puede verse afectado.

®

mostrar en el registro de eventos del sistema.

NOTA: Al funcionar en el intervalo de temperaturas ampliado, los avisos sobre la temperatura ambiente se pueden

Especificaciones de reduccion de temperatura de funcionamiento

Tabla 15. Temperatura en funcionamiento

Reduccién de la temperatura de funcionamiento

Especificaciones

< 35 °C (95 °F)

35 ©C-40 °C (95 °F-104 °F)

> 45 °C (113 °F)

La temperatura méaxima se reduce 1 °C/300 m (1 °F/547 pies) por
encima de los 950 m (3117 pies)

La temperatura maxima se reduce 1 °C/175 m (1 °F/319 pies) por
encima de los 950 m (3117 pies)

La temperatura méaxima se reduce 1 °C/125 m (1 °F/228 pies) por
encima de los 950 m (3117 pies)

Especificaciones de humedad relativa

Tabla 16. Especificaciones de humedad relativa

Humedad relativa

Especificaciones

Almacenamiento

En funcionamiento

Especificaciones de temperatura

Tabla 17. Especificaciones de temperatura

Temperatura

5 % a 95 % de humedad relativa con un punto de condensacion
maximo de 33 °C (91 °F). La atmdsfera debe estar sin
condensacién en todo momento.

De 10 % a 80 % de humedad relativa con un punto de
condensacion maximo de 29 °C (84.2 ©F).

Especificaciones

Almacenamiento

Funcionamiento continuo (para altitudes inferiores a 950 m o 3117
pies)

Aire limpio

Degradado de temperatura maxima (en funcionamiento y
almacenamiento)

-40°C-65°C (-40°F-149°F)

De 10°C a 35°C (de B0°F a 95°F) sin que el equipo reciba la luz
directa del sol.

Para obtener informacion acerca de Fresh Air, consulte la seccion
de Temperatura de funcionamiento ampliada.

20 °C/h (68°F/h)

@ NOTA: Algunas configuraciones requieren una temperatura ambiente inferior; para obtener mas informacion, consulte
las especificaciones de temperatura de funcionamiento estandar.
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Restricciones térmicas

Tabla 18. Matriz de restricciones térmicas para procesadores dobles

Temperatura de entrada de funcionamiento continuo maxima (°C)

Chasis de
3,5 pulgadas

Chasis de 2,5 pulgadas

Chasis
que no
es de
BP

Vatio
sde
TDP

Name
rode
proce
sador

DPN
de los
disipa
dores

de
calor
dela

CPU

Conte
os de
DIMM
maxi
mos

12x 8x 4x
disco | disco | disco

duros | duros | duros

24x
discos
duros

20x

16x 12x

8x

discos | discos | discos | discos
duros | duros | duros | duros

4x
discos
duros

N/A

165 W

6238R

CPU:

ChU2:

CPU:
8|
CPU2:

No compatible

30

30

30 30

30

35

35

6240R

CPU:

ChuU2:

CPU:
81
CPU2:

150 W

6230R

CPU

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

6226R

CPUT:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

6208

CPU1:

CPU2:

CPUT
8|
CPU2:

150 W

5220

CPU1:

CPU2:

CPUT
8|
CPU2:

130 W

4216R

CPU:

ChuU2:

CPU:
8|
CPU2:

No No compatible
comp
atible

30

30

30 30

30

35

35

21 23

30

30

30 30

30

35

35

21 23

30

30

30 30

30

35

35

21 23

30

30

30 30

30

35

35

21 23

30

30

30 30

30

35

35

25 25

30

30

35 35

35

35

35

125 W

5218R

CPU:

Chu2:

CPU:
81
CPU2:

25 30 30

30

30

35 35

35

35

35

100 W

42149R

CPU:

CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

30 35 35

35

35

35 35

35

35

35

4210R

CPUT:
8|

CPUT:
8|

30 35 35

35

35

35 35

35

35

18
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Temperatura de entrada de funcionamiento continuo maxima (°C)

CPU2: | CPU2
8 8
95 W | 4210T | CPUT: | CPUT: | 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
I 8]
CPU2: | CPU2
8
85 W |[3206R | CPUT: | CPUTL: | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
| 81
CPU2: | CPU2
8
Tabla 19. Matriz de restricciones térmicas para procesador tnico
Temperatura de entrada de funcionamiento continuo méaxima (°C)

Chasis de 3,5 pulgadas Chasis de 2,5 pulgadas Chasis
que no
es de

BP
Vatios | Numer | DPN de | Conteo 12x 8x 4x 24x 20x 16x 12x 8x 4x N/A
de TDP | ode los sde discos | discos | discos | discos | discos | discos | discos | discos | discos
procesa | disipad | DIMM | duros duros duros duros duros duros duros duros duros
dor ores de | madximo
calor de S
la CPU
165 W | 6238R | CPUTL| | CPUL8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6240R | CPU1:| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
150 W | 6230R | CPUT| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6226R | CPU1:| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6208U | CPU1:| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
5220R | CPUT| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
130 W | 4215R | CPU1:| | CPU18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
125 W | 5218R | CPU1| | CPU18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
100 W | 4214R | CPUT| | CPU1:8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
4210R | CPU1| | CPUT8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8

Especificaciones técnicas
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Temperatura de entrada de funcionamiento continuo maxima (°C)

95 W [ 4210T | CPUT| | CPUL8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
85W | 3206R | CPU%| | CPU1:8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8

Especificaciones de la contaminacion gaseosa y de
particulas

Tabla 20. Especificaciones de contaminacion de particulas

Contaminacion de particulas Especificaciones

Filtracion de aire ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la
filtracion de aire de centro de datos con un
limite de confianza superior del 95%.

@ NOTA: Esta condicion se aplica solamente a entornos de centro de datos. Los requisitos de la filtracion de aire no se
aplican a los equipos de Tl designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales como una oficina
o una fabrica.

®| NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtracion MERV11 o MERV13.

Polvo conductor El aire debe estar libre de polvo conductor,
filamentos de zinc u otras particulas
conductoras.

®| NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.

Polvo corrosivo El aire debe estar libre de polvo corrosivo.
El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior a una humedad relativa del 60%.

®| NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.

Tabla 21. Especificaciones de contaminacion gaseosa

Contaminacién gaseosa Especificaciones
Velocidad de corrosion del cupdn de cobre <300 A/ mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013
Velocidad de corrosion del cupdn de plata <200 A/ mes por Clase G1 de acuerdo con ANSI/ISA71.04-2013

®| NOTA: Niveles maximos de contaminacién corrosiva medidos al <50% de humedad relativa

Especificaciones de vibracion maxima

Tabla 22. Especificaciones de vibracién maxima

Vibracién maxima Especificaciones

En funcionamiento 0,26 Grms de 5 Hz a 350 Hz (todas las orientaciones de
funcionamiento)

Almacenamiento 1,88 Grms de 10 Hz a 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los
seis lados).
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Especificaciones de impacto maximo

Tabla 23. Especificaciones de impacto maximo

Impacto maximo

Especificaciones

En funcionamiento

Almacenamiento

24 impulsos de descarga de 6 G ejecutados consecutivamente en
los ejes positivo y negativo X, y, y z durante un maximo de 11 ms
(cuatro impulsos en cada lado del sistema).

Seis impulsos de descarga de 71 G ejecutados consecutivamente en
los ejes positivo y negativo X, y, y z durante un méaximo de 2 ms (un
impulso en cada lado del sistema).

Especificacion de altitud maxima

Tabla 24. Especificacion de altitud maxima

Altitud maxima

Especificaciones

En funcionamiento

Almacenamiento

Operacion Aire limpio

3048 m (10,000 pies)

12 000 m (39 370 pies)

Restricciones de la operacion Aire limpio

Los procesadores con un TDP de mas de 105 W no son compatibles
Soporte para procesadores de 85 W e inferiores sin restricciones PERC

La configuracion de unidad de 3.5 pulgadas no es compatible

Es necesario un disipador de calor de 114 mm para el procesador en el zécalo de CPU1

El OCP de Kerby-flat no es compatible

La tarjeta M.2 en la ranura intermedia DCS no es compatible.

La SSD NVMe no es compatible

El LRDIMM vy el DIMM de AEP no son compatibles

Las tarjetas PCle de mas de 25 W no son compatibles
Compatibilidad con PERC H730 y H330 para procesadores de 105 W
Sin restricciones de PERC para procesadores TDP de 85 W o0 menos

Especificaciones técnicas
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Recursos de documentacion

En esta seccion se proporciona informacion sobre los recursos de documentacion para el sistema.
Para ver el documento que aparece en la tabla de recursos de documentacion, realice lo siguiente:
En el sitio web de soporte de Dell| EMC:

1. Haga clic en el vinculo de documentacién que se proporciona en la columna Ubicacion de la tabla.
2. Haga clic en el producto necesario o la version del producto necesaria.

@l NOTA: Para localizar el nombre y modelo del producto, consulte la parte frontal del sistema.

3. Enla pagina de Soporte para productos, haga clic en Manuales y documentos.
Mediante los motores de bUsqueda, realice lo siguiente:

Escriba el nombre y la version del documento en el cuadro de blsqueda.

Tabla 25. Recursos de documentacién adicional para el sistema

Tarea Documento Ubicacion

Configuracion del sistema Para obtener mas informacion sobre la instalacion | www.dell.com/poweredgemanuals
y sujecion del sistema en un rack, consulte la Guia
de instalacién del riel incluida con su solucion de
rack.

Para obtener informacion acerca de la
configuracion del sistema, consulte el documento
Guia de introduccion enviado con el sistema.

Configuracion del sistema Para obtener mas informacion sobre las funciones | www.dell.com/poweredgemanuals
de iDRAC, la configuracion y el registro en iDRAC,
y la administracion del sistema de forma remota,
consulte Dell Remote Access Controller User's
Guide (Guia del usuario de Integrated Dell Remote
Access Controller).

Para obtener mas informacion para entender los

subcomandos del administrador de controladora

de acceso remoto (RACADM) y las interfaces de
RACADM compatibles, consulte la Guia de la CLI
de RACADM para iDRAC.

Para obtener méas informacion acerca de Redfish vy
su protocolo, los esquemas compatibles y la
creacion de eventos de Redfish implementados en
iDRAC, consulte la guia de API de Redfish.

Para obtener més informacion sobre descripciones
de objetos y grupos de base de datos de propiedad
de iDRAC, consulte la Guia del registro de
atributos.

Para obtener informacion acerca de versiones www.dell.com/idracmanuals
anteriores de los documentos de iDRAC, consulte
la documentacion de iDRAC.

Para identificar la version de iDRAC disponible en
el sistema, en la interfaz web de iIDRAC, haga clic
en ? > Acerca de.
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Tarea

Documento

Ubicacion

Para obtener informacion sobre la instalacion del
sistema operativo, consulte la documentacion del
sistema operativo.

www.dell.com/operatingsystemmanuals

Administracion del sistema

Para obtener més informacion sobre el software
de administracion de sistemas ofrecidos por Dell,
consulte la Dell OpenManage Systems
Management Overview Guide (Gufa de descripcion
general de Dell OpenManage Systems
Management).

www.dell.com/poweredgemanuals

Para obtener informacion acerca de la
configuracion, el uso y la solucién de problemas de
OpenManage, consulte la Dell OpenManage
Server Administrator User's Guide (Guia del
usuario sobre el administrador de servidores Dell
OpenManage).

www.dell.com/openmanagemanuals >
OpenManage Server Administrator

Para obtener mas informacion sobre la instalacion,
el uso vy la resoluciéon de problemas de Dell
OpenManage Essentials, consulte la Dell
OpenManage Essentials User's Guide (Guia del
usuario de Dell OpenManage Essentials).

www.dell.com/openmanagemanuals >
OpenManage Essentials

Para obtener mas informacién sobre la instalacion,
el uso vy la solucién de problemas de Dell
OpenManage Enterprise, consulte la Guia del
usuario de Dell OpenManage Enterprise.

www.dell.com/openmanagemanuals >
OpenManage Enterprise

Para obtener informacion sobre la instalacion vy el
uso de Dell SupportAssist, consulte Dell EMC
SupportAssist Enterprise User's Guide (Guia del
usuario de Dell EMC SupportAssist Enterprise).

https://www.dell.com/serviceabilitytools

Para obtener mas informacion sobre la
administracion de sistemas empresariales de
programas para socios, consulte los documentos
de administracion de sistemas OpenManage
Connections Enterprise.

www.dell.com/openmanagemanuals

Coémo trabajar con
controladores RAID Dell
PowerEdge

Para obtener informacion sobre las funciones de
las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC),
las controladoras de RAID de software o la tarjeta
BOSS y la implementacién de las tarjetas, consulte
la documentacioén de la controladora de
almacenamiento.

www.dell.com/storagecontrollermanuals

Sucesos y mensajes de error

Para obtener informacion sobre los mensajes de
error y eventos generados por el firmware del
sistema y los agentes que supervisan los
componentes del sistema, consulte la busqueda de
codigos de error.

www.dell.com/qarl

Solucién de problemas del
sistema

Para obtener informacién sobre como identificar y
solucionar problemas del servidor PowerEdge,
consulte Server Troubleshooting Guide (Guia de
solucién de problemas del servidor).

www.dell.com/poweredgemanuals

Recursos de documentacion
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Obtencion de ayuda

Temas:

Coémo ponerse en contacto con Dell EMC

Comentarios sobre la documentacion

Acceso a la informacion del sistema mediante QRL
Obtencion de asistencia automatizada con SupportAssist
Informacion de servicio de reciclado o final de vida Util

Como ponerse en contacto con Dell EMC

Dell|EMC proporciona varias opciones de servicio y soporte en linea y por teléfono. Si no dispone de una conexion a Internet activa, puede
encontrar informacion de contacto en la factura de compra, el albaran, el comprobante de entrega o el catdlogo de productos de Dell|
EMC. La disponibilidad varia segun el pais y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su area. Si desea
comunicarse con Dell|EMC para tratar asuntos relacionados con ventas, asistencia técnica o servicio al cliente, realice lo siguiente:

Pasos

1. Vaya a www.dell.com/support/home.
2. Seleccione su pais del menU desplegable en la esquina inferior derecha de la pagina.
3. Para obtener asistencia personalizada:

a) Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo Introducir etiqueta de servicio.
b) Haga clic en Enviar.
Aparece la pagina de asistencia que muestra las diferentes categorias de asistencia.

4. Para obtener asistencia general:
a) Seleccione la categoria del producto.
b) Seleccione el segmento del producto.

c) Seleccione el producto.
Aparece la pagina de asistencia que muestra las diferentes categorias de asistencia.

5. Para obtener detalles de contacto del soporte técnico global de Dell|EMC, realice lo siguiente:

a) Haga clic en Soporte técnico global.

b) Aparece la pagina Comuniquese con el soporte técnico, con detalles para llamar, hablar por chat o enviar correos electrénicos al
soporte técnico global de Dell|EMC.

Comentarios sobre la documentacion

Puede clasificar la documentacion o escribir sus comentarios en cualquiera de nuestras paginas de documentacion de Dell EMC y, a
continuacion, hacer clic en Send Feedback (Enviar comentarios) para enviar sus comentarios.

Acceso a la informacion del sistema mediante QRL

Puede usar el localizador de recursos rapido (QRL) ubicado en la etiqueta de informacién en la parte frontal de PowerEdge R930 para
acceder a la informacién acerca de PowerEdge R930.

Requisitos previos
Asegurese de que el teléfono inteligente o tablet tiene el cddigo QR escéner instalado.
El QRL contiene la siguiente informacion acerca del sistema:

Videos explicativos
Materiales de referencia, incluido el Manual de instalacion y servicio y la descripcion general mecanica
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La etiqueta de servicio del sistema para acceder de manera rapida su configuracion hardware especifica y la informacion de la garantia
Un vinculo directo a Dell para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica y equipos de ventas

Pasos

1. Vaya a www.dell.com/qrl y navegue hasta el producto especifico o

2. Utilice el teléfono inteligente o la tableta para escanear el cddigo de recursos rapidos (QR) especifico del modelo en el sistema o en la
seccion de Localizador de recursos rapidos.

Localizador de recursos rapido para los sistemas C6400 y
C6420

Quick Resource Locator

www.dell.com/QRL/Server/PEC6400Series

llustracion 2. Localizador de recursos rapido para los sistemas PowerEdge C6400 y C6420

Obtencion de asistencia automatizada con
SupportAssist

Dell EMC SupportAssist es una oferta de Dell EMC Services opcional que automatiza el soporte técnico para los dispositivos de red,
almacenamiento y servidor de Dell EMC. Mediante la instalacion y configuracion de una aplicacion de SupportAssist en su ambiente de T,
puede recibir los siguientes beneficios:

Deteccion automatizada de problemas: SupportAssist supervisa los dispositivos de Dell EMC y detecta automaticamente los
problemas de hardware, de manera proactiva y predictiva.

Creacion automatizada de casos: cuando se detecta un problema, SupportAssist abre automaticamente un caso de soporte con el
soporte técnico de Dell EMC.

Recopilacién automatica de diagnédsticos: SupportAssist recopila autométicamente la informacion de estado del sistema de sus
dispositivos y la carga de manera segura a Dell EMC. El soporte técnico de Dell EMC utiliza esta informacion para solucionar el
problema.

Comunicacién proactiva: un agente de soporte técnico de Dell EMC se comunica con usted para hablar sobre el caso de soporte y le
ayuda a resolver el problema.

Los beneficios disponibles varian en funcion de la licencia de Dell EMC Services adquirida para el dispositivo. Para obtener mas informacion
acerca de SupportAssist, vaya a www.dell.com/supportassist.

Informacion de servicio de reciclado o final de vida
atil

Se ofrecen servicios de retiro y reciclaje para este producto en determinados paises. Si desea desechar los componentes del sistema, visite
www.dell.com/recyclingworldwide y seleccione el pais pertinente.
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